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【57】申請專利範圍
1.　一種封裝注塑式 LED燈，其特徵在於：包括燈頭(1)和燈罩(2)，燈頭(1)上方安裝基板

(3)，燈罩(2)安裝在燈頭(1)上並且罩住基板(3)，基板(3)端部安裝數個 LED光源(4)，LED
光源(4)下方安裝反光板(5)，反光板(5)上塗有封裝層(7)，封裝層(7)覆蓋反光板(5)的頂部
和 LED光源(4)，基板(3)上安裝數個驅動電子元件(8)，LED光源(4)連接散熱條(11)，散
熱條(11)的端部設有散熱片(6)。

2.　如請求項 1所述之封裝注塑式 LED燈，其特徵在於：所述的燈頭(1)上部外周開設數個
滑動槽(12)，滑動槽(12)內設有 J型卡扣(9)，J型卡扣(9)的一端位於燈頭(1)的外側，滑動
槽(12)內安裝彈簧(10)，彈簧(10)與 J型卡扣(9)連接，彈簧(10)始終給 J型卡扣(9)一個向
外的推力，燈罩(2)的下端設有向內翻折的沿，J型卡扣(9)的另一端位於燈頭(1)的上部並
與燈罩(2)的下部的沿配合。

圖式簡單說明

為了更清楚地說明本新型實施例或現有技術中的技術方案，下面將對實施例或現有技術

描述中所需要使用的圖式作一簡單地介紹。顯而易見地，下面描述中的圖式是本新型的一些

實施例，對於本領域普通技術人員來講，在不付出創造性勞動性的前提下，還可以根據這些

圖式獲得其它的圖式。

圖 1是本新型的結構示意圖；圖 2是圖 1的 A向視圖的放大圖。
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